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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 叠层
1）客户制板说明中的铜厚是成品铜厚不是基铜

2）翘曲度≤0.75%
2. 线路，阻抗

1)单纯只是确认阻抗的，当计算出来的阻抗在客户要求范围内时不要提EQ
2)允许在工艺边(GM2层)上铺铜，铺铜是避开工艺边上的短线。
3）允许在废辅助板上铺铜，废辅助板如下图所示，此区域没有任何的元件和线路。
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4）孔径≥6mm时，接受按我司公差控制
5）长宽比例小于2:1的槽孔，接受我司公差控制
6）过孔壁镀铜厚度平均值不小于20um，单点不小于18um。
7）内层线路的独立焊盘按文件制作。

3.阻焊

1）客户设计的阻焊桥都默认要保留，如果超出极限能力做不出阻焊桥时，接受开通窗
2）按键位置开通窗与制板说明不符时，按键位置按开通窗制作

3) 无论过孔是否开窗，一律按文件制作，不需要更改孔的开窗。
4）客户设计文件中过孔孔径＜0.5mm且两面不开窗的，按塞孔做。
5）过孔孔径≥0.5mm双面开窗，不接受卡锡珠。

6）过孔孔径≤0.3的单面开窗孔，孔内锡球不得超过板平面
7）客户无要求时，阻焊颜色默认为绿色
8）客户所有IC焊盘，默认保留阻焊桥。
4.字符

1）字符丝印模糊、残缺的，字符有空间的进行调整，无空间的接受模糊残缺
2）标记添加在同一面，不允许两面都加，板内无空间时添加在工艺边或者废辅助板上

3）UL标识必须添加，如果添加不下，请反馈给销售，销售反馈给采购。
4）LOGO、UL标识优先加在TOP或BOT层，其次加在废辅助板上、最后加在工艺边上，如果所有位置都没有空间，则EQ与客户确认

5）客户无要求时，字符颜色默认为白色
6）板子都要加我司LOGO和UL标识，如果客户订单文件与此要求冲突，则与客户EQ确认，如果指定的板材没有经过UL认证，则通知销售与客户采购沟通
7) PCB中如果出现了类似图中的白油块，是客户特殊设计，请按Gerber文件制作即可。
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8）LOGO、UL标识、周期等标记的添加参考下图
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9）当客户PCB板材参数选择600≤CTI时，需要根据实际使用板材型号，增加600≤CTI的字符标识
5.外形
1）客户GM1层为外形层，GM2层为工艺边层，工艺边设计按照客户订单文件制作，不允许更改客户设计，无工艺边也不允许添加。
2）GM2层工艺边上的孔为定位孔，若工艺边上没有设计定位孔，我司可按我司设计需求添加（如下图所示）
，当PCB上没有GM2层工艺边，板内也无定位孔时，如果要在板内添加定位孔，需要与客户EQ确认。
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3） Mark点按客户文件制作，不允许更改
4） 工艺边上的短线（如下图）是用来测试的，不允许删除，没有也不用添加。
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5）拼版允许锣槽锣进工艺边，尺寸≤2mm。如下图所示，
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6）V-CUT线未V到工艺边时，默认允许V通工艺边，如下图所示
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7）V-CUT要求按照下表执行，忽略Gerber以及其他设计文件中的要求
	V-Cut角度
	30°+/-15°

	V-cut偏移
	≤0.1mm

	板厚
	V-Cut余厚

	0.5mm-1.0mm
	0.35mm+/-0.1mm

	1.1mm-1.6mm
	0.4mm+/-0.1mm

	1.7mm-2.5mm
	0.5mm+/-0.1mm

	2.5mm-3.5mm
	0.6mm+/-0.1mm


8）MARK点没有添加保护环的，我司自行添加保护环，保护环不允许露铜，客户接受保护环不完整

9）客户标准邮票孔是：孔径0.6mm，孔间距0.3mm，请按文件制作，不允许修改孔径、孔间距。如果制板文件中邮票孔孔径和孔间距与此要求冲突，能按文件制作则按文件，如果按文件制作有困难则按此标准修改邮票孔
10）邮票孔数量或位置易造成制作断板时，请与客户EQ确认。
11）如果GM2层工艺边外直角未导角的，默认导角R≦0.5mm，如果导角按R≦0.5mm难以制作，则EQ确认“导角按R≦0.5mm难以制作，希望允许按R1.5mm导角”。

12）GM1层外形上直角未导角的，导角默认按R≦0.5mm 
13）GTS/GBS层：当整板无过孔及开窗设计时，阻焊层默认整面盖油，无需问客

14）GPB/GPT层仅供区别VIA孔与PTH孔，若与GBS/GTS层有差异按GBS/GTS层制作即可。

预审部分： 
1.同一订单重复下单的，出现相同问题按照前一次回复结果制作。
2.预审在系统填写板材信息时必须填写板材型号，如IT-180A，不允许填写板材类型FR4等

3.有阻抗设计的必须勾选阻抗测试报告

4. 客户制板说明共三项要求，说明如下：

1).PCB制作要求：共9个，需仔细阅读。第9项“其他说明”是客户的特别说明。特别说明里的制作要求优先级最高，需仔细阅读。在特别说明里如果出现括号，且括号里写了一些“如…等...”，只是举例说明，不代表实际制作要求，请忽略。当客规与制版说明中第9项要求相矛盾时，按客规执行
2).钢网制作要求：给钢网厂家看的，与板厂无关，请忽略。

3).板厂要求：这部分是固定要求，每款PCB都是这些要求。
5.问客邮箱有两个，每次问客必须发送两个邮箱：chy@itech.sh；fyp@itech.sh。问客邮件必须抄送采购cg03@itech.sh或rtt@itech.sh
6.“问客邮件主题”或“EQ文件名称”至少有一个需含有客户Gerber名称。如下图

注意：优先建议“问客邮件主题”和“EQ文件名称”都包含客户Gerber名称。
[image: image8.png]=) e E=ME W
4 106033-Gerbek V0.5.2ip\106033-Gerber-V0.5 - BEA/1

N\
EQERMANASL T
1
21ke
1
EQREERHAN R4 1
EJ1T2801-FZDY-V05-x2.G2 147KB

1T2801-FZDV-V0.5-x2.GBL 334KB




7. 允许我司自行调整阻抗线的线宽、线距来达到阻抗值要求，调整时：

1）线宽/线距调整范围≦2mil，不需要EQ确认；

2）线宽/线距调整范围＞2mil，请与客户EQ确认。
8. 如果计算出来的板厚值和阻抗值在我司要求值的公差范围内，叠层不需要发EQ确认
9. 基铜铜厚我司自行选择，客户不确认基铜铜厚
10. 有阻抗要求的，需勾选阻抗测试报告
11. 客户没有提供网表时，直接按Gerber资料制作即可，无需EQ确认。
12.客户没有提供叠层要求时，允许自行制作叠层，此时只要板厚在公差范围内，不需与客户EQ确认。

13.客户提供叠层要求时：

1）如果能够同时满足我司提供的叠层要求和板厚要求，则不需要EQ确认；

2）如果客户提供的叠层和板厚要求有任何一个不满足，请与客户EQ确认。
CAM部分： 
1.不允许叉板出货
